MEMORIA DESCRIPTIVA
para
solicitar una PATENTE de INVENCION, por VEINTE aifios, en
ESPANA, sobre "METQODC PERFECCIONADO PARA DEPOSITAR PELICU-

077, LAS METATICAS, PARTTENDO DE METAL VAPORIZADO EN VACIOW, a
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Se refiere ests invencién a la deposicién de pe-
l1{culas metédlicas desde metal vaporizado al vacio.

Al objeto de obtener una pelicula que tuviese las
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caracteristicas del metal y se adhiriese firmemente a su
soporte, hasta ahora era necesario efectuar la vaporizacidén
Y deposicién en un espgcio cerrado a vacio aito, del orden
de 1/10.000 mm.Hg de presién o inferior. El obtener y man-~
tener en vaclo tan elevado presenta grandes dificultades pa-
ra el comercio. Si se emplea un vacio mds bajo, la peliicula
obtenida estd sujeta a alguno o todos de los siguientes de-
fectos ¢ no adhiere bien, es poroso, su poder reflectante es
pequefio, su conductividad eléctrica es baja, su color es os-
curo y & la luz transmitida muestre colores que indican un

estado coloidal.

Gracias a esta invencién, las peliculas se deposi-
ten & presiones considerablemente mds altes de 1/10.000 mm.
¥ tienen las caracteristicas de las pelfculas depositadas
hasta ahora a dicha presifn, 1o que se cansigue manteniendo
en la cémara del vacid wma concentracién muay baja de los 4to-
mos metdlicos. Tales peliculas has sido depositadas a une
presidén de 1/100 mm.

Se ha descubierto gue los defectos en las peliculas
producides a préeésiones muy por encima de 1/10.000 mm son de-
bidos a que los &tomos metdlicos, al pasar desde su origen
al soporte se fusionan para formar particulas de dimensiones
coloidales, y que, si la concentracidén en la cdmare se mantie-
ne tan baja que las colisiones entre los 4tomos de metal son
fnfimas, el metal alcanza al soporte en forma atémica y el

filn depositado estd exento de defectos. Hay que hacer obser-
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var que el enlace de los £tomos coloidantes es posible tan
pronto como la gran energlie cinética original del 4tomo ha
quedado disminuida substancialmente por razém de sus coli-
siones con las moléculas del gas residual relativamente
frio.

A tenor de la invencidén se deposita una pelicula
metdlica sobre un soporte en vacio, medisnte el calentamien~- -
to de un cuerpo poroso de alguno de los metales : tungsteno,
molibdeno o tantalio, conteniendo el metal, a depositar, den-
tro de sus poros como metal separado, evaporindose el metal
desde¢ los poros del cuerpo poroso.

El cuerpo poroso consiste en lg masa porosa de uno
de los metales refractarios, tungsteno, molibdeno o tantalio,
llenédndose los poros de la masa con el metal a depositar, te-
niendo un punto de ®vaporacién considersblemente inferior al
punto de fusidén del metal refractario. Se han producido cuer-
pos de esta Indole en los cuales el metal impregnante es de
elevada conductivided eléctrica, al objeto de proporcionar
ur. cuerpo refractario de buena conductividad eléctrica, con-
sistiendo el método de produccién en concrecionar parcislmen-
te el metal refractario y en impregnarlio can el otro metal
al vaclo. Algunos metales de revestimiento forman aleaciones
con los metales refractarios arriba mencionados, pero vmica-
mente en pequefla extensidén o grado, y substancialmente todo
el metal de revestimiento evaporado es metal contenido como

mezcla mecénica en los poros del metal refractario.
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Al cuerpo se le dé4 una forme tal que pueda ser
calentado convenientemente por encima del punto de evapora-
cién del metal impregnante. Preferentemente se le dard la
forme de una varilla a través de la cual pueda pasarse una
corriente para calentarla.

Se calienta luego el cuerpo por encima del punto
de evaporacifn del metal impregnente, para evaporar el me—
tal en o cerca de la superficie del 'cuerpo.

En la realizacién de la invenciém el cuerpc for-
medo segun descripeidn se coloca con el soporte, en el cual
se ha d e depositar una pelicula, dentro de la cémara del va-
cio que serd de preferencia evacuada. contimiemente y se ca~
lienta el cuerpo por encima del punto de evaporacidn del me-
tal impregnante a la presién #mperante en la cémara. El me-
tal impregnante puede escapar del cuerpo Umicamente pasando
& través de los poros en el metal refractario ¥ su escape
por lo tente es muy reducido comparado con el egcape desde
un cuerpo consistente substancialmente del metal a evaporar.
Por consiguiente, la concentracién de los 4tomos metdlicos
en la cimara es en todo momento tan baja que son raras las
colisiones entre los 4tomos de metal, ¥ la pelicula deposi-
tada en el soporte es libre de defectos.

Es de observar que ninguno de los metales refrac-—
sarios tungsteno, molibdeno ¢ tantelio forma una sleacidén
con otros metales de punto de fusién comparativamente bajo,
excepto aleaciones de aquellos otros metales que contienen

an pequefio porcentaje del metal refractario, ¥ que, por con-




siguiente, el cuerpo poroso de metal refractario actta co-
' mo tamiz s6lido précticamente inerte al metal que se depo-

85 si-a.

REIVINDICACIONES

1l2.- Método para depositar una pelicula de metal
en un soporte por medio de eveporacién termal em vacio, ca-
racterizado por el hecho de que el metal estd contenido co-
90 mo ingrediente separado en los poros de un cuerpo poreso de
uno de los metales, tungsteno, molibdeno o tantalio, que se
calienta &l objeto de evaporar de sus poros el metal de ré-
veastimiento.
28,- METODO PERFECCIONADO PARA DEPOSITAR PELICULAS
95 METATICAS A PAB&IR DE METAL VAPORIZADO EN VACIO", conforme &

la presente Memoria y la reivindicacién anterior.

CLARKE MODRET v C*
AGENCIA GENGRAL
de PATENTES y MARCAS
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